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对话 | 飞凯材料陆春：材料创新助力AI芯片行稳致远

 上海2025年3月24日 /美通社/ -- 在科技飞速发展的当下，AI
领域的变革可谓日新月异。近年来，从智能客服到内容创作，从医疗诊断到金融风险预测，AI
的应用场景持续拓展，这背后是对算力前所未有的需求。

 作为算力核心支撑的芯片，其性能的提升则高度依赖于半导体材料。半导体材料作为芯片制造的重要组成，正站在
AI变革的最前沿，迎来前所未有的机遇与挑战。在这股浪潮之下，如何加速材料技术升级，以承接更高效、更强大的
AI计算能力，成为行业关注的焦点。

 AI发展推动算力需求增长，开启上下游企业新机遇

 2025年新年伊始，国内AI界迎来了一匹黑马，DeepSeek凭借卓越的技术突破和创新应用，促使着AI技术的应用向前
跨越了一大步，其开源发布更是掀起了一股接入热潮。不仅展现了中国AI技术在全球竞争中的强劲实力，也让更多企
业和开发者看到了人工智能在各行各业的广泛应用潜力。

 "随着AI应用的爆发式增长，尤其是在深度学习、语音识别、图像处理等领域，对算力的需求达到了前所未有的高
度。"陆春表示。在他看来，这种需求远远超出传统芯片的处理能力。因此，专用处理器如GPU、TPU等的需求会呈
现出爆发性增长。同时，陆春还提到，除了计算能力，AI技术对芯片的能效也提出了更高要求，芯片不仅需要强大的
计算能力，还必须具备处理高负载和长时间运行的能力。

 而要承接这种算力需求，芯片背后的材料企业面临着新的挑战，尤其是在封装材料领域。"由于AI芯片的算力要求
不断提升，特别是在高功耗、高频率的应用场景下，封装材料需要具备更高的导热性和更强的散热性能。"陆春指出
。他表示，研发具有高导热性能的键合胶和封装材料已成为行业的重要课题。

 技术创新引突破，国产材料新机遇

 陆春表示，随着半导体行业的飞速发展，先进封装技术如2.5D、3D封装正在成为提升芯片性能和系统集成效率的
重要突破口。封装材料在这些技术的应用中扮演着至关重要的角色，尤其是去胶液、蚀刻液、键合胶、电镀液、光刻
胶等材料。然而，尽管国内企业在市场份额和技术积累方面取得了显著进展，全球半导体材料市场的主导权依然掌握
在国外企业手中。

 对此，陆春指出，虽然目前国内半导体材料领域面临着技术和市场的双重挑战，但国产替代的机遇已逐渐显现。他
表示："像DeepSeek这样的AI技术的崛起，在推动算力需求增长的同时，也验证了国内半导体行业的创新实力，这给
了我们很大的信心，也表明国产材料能够迎接挑战并发挥重要作用。"在他看来，随着技术研发的不断深入和供应链
体系的持续优化，未来这一领域必将迎来更多突破。

 三维布局，推动高性能半导体材料突破

 加强研发。随着AI高速发展引发的对高性能芯片需求的暴增，背后则体现的是市场对高性能半导体材料的需求不断
攀升，为更好地支持这一发展趋势，陆春表示，飞凯材料将持续加大产品的研发投入，与高校、科研机构建立紧密的
合作关系，共同开展前沿技术研究。同时他还指出，公司也将不断研发能够满足低应力、高导热、高可靠性的封装材
料。

 优化生产。除了研发的跟进，产能的稳定供给同样至关重要。在半导体行业，技术进步和市场需求变化都非常迅速
，客户对材料的需求量和交付周期也要求极高。"今年，我们计划在苏州建设一个新的半导体材料生产基地‘苏州凯
芯’，这个新基地的建设，将显著增加公司半导体材料的产能，更好地支持行业的发展。"陆春表示，这个基地预计
将在今年第一季度开工建设，计划到2026年底投入生产，新基地新增每年3万吨的产能，主要生产超高纯溶剂、半导
体湿制程化学品以及光刻胶等关键材料。

 协同合作。在半导体材料行业，产业链上下游的协作始终是推动企业发展的关键要素。陆春表示，"与芯片设计公
司和封装测试企业的深度合作，能够帮助我们提前掌握市场需求，确保研发方向的准确性，同时也能提升封装工艺的
质量和生产效率。"他还指出，"通过与客户的紧密沟通，我们能够确保产品精准的匹配市场需求，并在客户反馈的基
础上，及时调整产品策略和服务方案。这种高效的合作关系，是我们在竞争激烈的市场中占据优势的关键。"
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 借力AI，技术与应用的双向奔赴

 随着AI技术的不断进步，它已经深刻改变了我们的生活方式，并为半导体行业带来了新的机遇。AI不仅推动了技术
变革，同时也为我们带来了提高工作效率的新方法。陆春指出，作为用户，飞凯可以利用AI技术进行数据分析和模拟
，从而加速新产品的研发和优化。虽然目前这些应用仍处于探索阶段，但AI无疑为行业发展开辟了更多的可能性。

 他还强调，AI技术与半导体材料领域的良性互动，形成了一个互促共进的循环。在推动AI技术发展的同时，AI技术
的应用也为半导体材料的研发和制造提供了强有力的支持。

 陆春对飞凯材料在半导体领域的发展充满信心。他表示，凭借长期的积累，公司有能力也有计划在半导体材料领域
的前沿探索中不断前行，致力于为中国半导体产业提供优质的产品与服务，推动行业的跨越式发展，为科技发展注入
飞凯动力。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/222985.html
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